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3D-Drucker mit Extrusionsdiise: Die Dual-Extrusionsma-
schine RoboxPRO bietet sich fiir professionelle Anwender in
Elektronik und Maschinenbau an, die im Entwicklungsprozess
besondere Rapid-Prototyping-Méglichkeiten benétigen.
Wegen einer optionalen Diise mit Rubinspitze sind belastbare
Materialien verwendbar. Das einfach zu bedienende Gerdt fiir
die additive Fertigung verfiigt iber eine vollsténdig geschlos-
sene Kammer

Losungen fiir die eingebettete Sensorik und Kleinster Computer der Welt mit etwa 1mm?>- Status und Anwendungen der organischen, ge-
Aktuatorik im Automotive-Bereich Fléche fiir Blockchain- und KI-Anwendungen druckten und flexiblen Elektronik im Blick
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Innovatives Silizium-Chip-Design sorgt fiir ,Quantensprung* bei Infor-
mationstechnologie wie bisheriger Konstruktion von Quantencomputern

LEITERPLATTENTECHNIK

Boom im Weltmarkt der Mikroelektronik hélt an 795
Die Marktentwicklung bei gedruckter Elektronik
zeigt einen lebhaften Anstieg 800
Oberflachen-Finish fiir Leiterplatten 804
Elektrochemische Korrosion auf keramischen
Schaltungstrégern fiir die Leistungselektronik 806
| BAUGRUPPEN &SYSTEME
Funktionale Elektronik im Spritzguss integrieren 821
Leitfdhige Tinten und Pasten — der Ausblick bis 2028 825
Erster 3D-Drucker mit Olsson Ruby-Extrusionsdiise 829

Erstes System on Module fiir den Infineon Aurix TC399 830
SMD-Schablonen: Effizientere Einhaltung

der Durchbruchgenauigkeit 831
Mit eigener SMD-Fertigung zu mehr Beweglichkeit 833
Besuchermagnet und Aufbruchsstimmung 836

ANALYTIK & TEST

Eindringpriifung als Analysemethode
zur Qualifizierung und Fehlerursachenforschung 848
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Flexible, zuverlassige
Supply-Chain-Losungen
Qualitative hochwertige
Basismaterialien

und Prepregs

Ventec ist Spezialist fiir die Herstellung
von hochwertigen Basismaterialien und
Prepregs. Unser globales Vertriebsnetz
liefert kundenspezifische Supply-Chain-
Losungen in alle Regionen der Welt.

Mit komplett ausgestatteten Service-Zentren
in China, GrofBbritannien, Deutschland

und den USA ist niemand besser positioniert,
um die Bedirfnisse der globalen
Leiterplattenindustrie zu bedienen.

Ventec International Group

T: +49 (0)6352 75326-0

E: contact(dventec-europe.com
¥ Follow (@VentecLaminates

www.venteclaminates.com
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Automatische Defekterkennung
mit digitaler X-Rax-Inspektion

Wartungsfreie Rontgenpriifung von Baugruppen
DFT-Assistant fiir die 3D-Entwicklungsplattform CR-8000

Vierkanal-Oszilloskope der Serie DS0-1000
mit groBer Funktionsvielfalt
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FORSCHUNG & TECHNOLOGIE

Silizium-Chip-Design fiir Quantencomputer

Patente

FORUM

Verantwortliches Gold aus verlasslichen Quellen
Die EU-DSGVO als Chance nutzen

Microelectronics Saxony — Photovoltaik-Pleiten
und Organische Alternativen

Kolumne: Nichts hélt ewig
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Die Viscom AG entwickelt, fertigt und vertreibt hochwertige
Inspektionssysteme. Das Portfolio umfasst die komplette
Bandbreite der optischen Inspektion und Rntgenpriifung.
Das neue automatische 3D-Inspektionssystem X7056-II
basiert auf zukunftsweisender Rontgentechnik und vereint
extrem schnelles Handling mit hervorragender Prilftiefe, um
selbst verdeckte Bauteile und Lotstellen sowie Materialfehler
Zu identifizieren.

Weitere Informationen:
WWW.viscom.com
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